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上海韦尔半导体股份有限公司 

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示： 

 增资标的名称及增资金额：豪威半导体（上海）有限责任公司（以下简

称“豪威半导体上海”），增资金额为人民币 30,000 万元。 

 本次增资资金来源为上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）

发行股份购买资产配套募集资金。本次增资金额用于募投项目“晶圆测试及晶圆

重构生产线项目（二期）”的建设。 

 本次增资事项已经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议

审议通过，本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，无须提交公司股

东大会审议批准。 

 

一、概述 

2019 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使

用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意使用发行股份购买资产

配套募集资金人民币 30,000万元对本次募投项目实施主体豪威半导体上海增资，

用于“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的建设。 

 

二、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴

市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金

的批复》（证监许可[2019]1001 号）核准，同意公司向不超过 10 名的特定投资者



募集不超过 200,000 万元的配套资金。本次募集资金由主承销商国信证券股份有

限公司（以下简称“国信证券”）采用非公开发行人民币普通股（A 股）的方式，

以发行价格人民币 57.68 元/股，共发行人民币普通股（A 股）7,006,711 股，募

集资金总金额为人民币 404,147,090.48 元。扣除发行费用人民币 37,291,138.43

元后，实际募集资金净额为人民币 366,855,952.05 元。上述募集资金到位情况经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15427

号《验资报告》。 

公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、国信证券及中德证券

有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司及公司子公司豪威半导体上海、国信证券、中德证券与上海浦东发展银行股

份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募

集资金专户存储四方监管协议》。 

根据《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书》中披露的募集配套资金用途，本公司募集资金拟投资项目如下： 

序号 项目名称 
拟使用募集资金 

（万元） 

占比 

（%） 

1 晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期） 170,000.00 85.00 

2 硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目（二期） 20,000.00 10.00 

3 支付中介机构费用 10,000.00 5.00 

 
合计 200,000.00 100.00 

其中项目 1 及项目 2 均由全资子公司豪威半导体上海负责实施。 

 

三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况 

（一）增资标的基本情况 

公司全称 豪威半导体（上海）有限责任公司 

公司类型 有限责任公司 

法定代表人 HONGLI YANG 

成立日期 2001 年 1 月 19 日 

注册地址 上海市松江区茸华路 211 号 

注册资本 5000 万美元 

统一社会信用代码 91310000607426059H 



经营范围 

研究开发、生产 CMOS 图像传感器、图像感应集成芯片及相关零

部件和模具,硅基液晶产品及相关零部件,销售公司自产产品,并提

供上述产品的商业性检测、仓储服务。【依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动】 

财务数据 

项目 2018.12.31 项目 2018 年 

资产总额（万元） 52,927.92  营业收入（万元） 20,462.58  

所有者权益（万元） 40,035.05  净利润（万元） 958.33  

说明：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 

本次增资完成后，公司将直接及间接持有豪威半导体上海 100%的股权，豪

威半导体上海为公司全资子公司。 

（二）本次使用募集资金对全资子公司增资的方案 

截至 2019 年 9 月 20 日，“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”募集资

金账户余额如下表所示： 

单位：人民币/元 

账户名称 开户银行 账号 余额 

豪威半导体（上海）有限责任公司 
兴业银行股份有限公

司上海嘉定支行 
216130100100229664 0 

为保障“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的顺利开展实施，提高募

集资金的使用效率，公司拟使用募集资金对公司全资子公司豪威半导体上海增资，

增资金额为人民币 30,000 万元，授权经营层根据项目实施进度决定并实施具体

的增资方案，增资款将全部计入豪威半导体上海的注册资本，用于募投项目“晶

圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”建设。 

 

四、本次增资的目的及对公司的影响 

本次增资是为了将公司发行股份购买资产配套募集资金投向公司募投项目

的建设中，以保障募投项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”顺利实施，

有助于加快公司募投项目建设。本次项目投入后，豪威半导体上海将自行进行高

像素图像显示芯片的晶圆测试与晶圆重构封装，大幅降低加工成本，有效优化成

本结构，可以更全面提升产品过程控制能力，优化对产品质量的管控，缩短交期



并及时提供有效的产品服务，进一步提升在 CMOS 图像传感器芯片领域的竞争

优势。 

本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。 

 

五、增资后的募集资金管理 

公司已根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的有关规定，与保荐机构、

募集资金监管银行及豪威半导体上海签订募集资金监管协议，严格按照相关法律

法规管理和使用募集资金，本次增资资金将存放于募集资金专户管理。 

 

特此公告。 

 

 

上海韦尔半导体股份有限公司董事会 

2019 年 9 月 28 日 


